Edicao Numero 159 de 17/08/2007
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 149, DE 15 DE AGOSTO DE 2007

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOL VIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuigdes que
lhes confere o art. 87, paragrafo nico, inciso II, da Constituicdo Federal, e tendo em vista o
disposto no § 6 o do art. 7 o do Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967, e
considerando o que consta no processo MDIC n o 52000.000730/2003-65, de 13 de janeiro
de 2003, resolvem:

Art. 1 0 O Processo Produtivo Bésico para o produto TERMINAL DE TRANSFERENCIA
ELETRONICA DE DEBITO E CREDITO, industrializado na Zona Franca de Manaus,
estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT n o 335, de 25 de outubro de 2005,
passa a ser o seguinte:

I montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

IT - montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico
de componentes;

IIT - integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na
formagdo do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II anteriores.

§ 1 o As etapas do processo Produtivo Basico acima descritas deverdo ser realizadas na
Zona Franca de Manaus, com excecdo das etapas descritas nos incisos I e II que poderdo
ser realizadas em outras regides do Pais.

§ 2 o As atividades ou operagdes inerentes as etapas de produgdo acima descritas poderao
ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Bésico, exceto a

etapa III, que ndo podera ser objeto de terceirizacao.

Art. 2 o Ficam temporariamente dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos:

I - leitor de cartdo inteligente smart car;
IT - leitor de codigo de barras;
III - dispositivo de cristal liquido ou de plasma;

IV - cabeca de impressao térmica; e



V - mecanismo impressor com capacidade de impressdo maxima de até 6 (seis) cm de
largura.

Art. 3 o Fica dispensada a montagem da placa de circuito impresso destinada aos terminais
de transagdes eletronicas que implemente a fun¢do de criptografia dos dados e seguranca,
desde que o fabricante execute, internamente ou por terceiros, as etapas de inje¢ao plastica
das tampas superior e inferior do gabinete e a montagem da fonte de alimentagao.

§ 1 o Ficam dispensadas, até¢ 31 de dezembro de 2008, a montagem das placas de circuito
impresso que implementem funcdo de comunicagdo com tecnologia sem fio Wi-Fi,
Bluetooth, WiMax, e outras tecnologias.

§ 2 0 Os modulos de comunicagdo GSM (Global System for Mobile Communication)
utilizado nos produtos de que trata o caput deste artigo, deverdo cumprir o Processo
Produtivo Basico, a partir de 1 o de janeiro de 2007, nos percentuais, conforme cronograma
abaixo, calculados com base na producao total, em quantidade, no ano calendério.

I - De 1 o de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2007: percentual minimo de 50%
(cinqlienta por cento); €

IT - A partir de 1 o de janeiro de 2008 em diante: percentual minimo de 90% (noventa por
cento).

§ 3 o A fonte de alimentacdo de que trata este artigo devera cumprir o processo produtivo
basico descrito no caput do art 1 o desta Portaria e, adicionalmente, o transformador
utilizado na fabricacdo da fonte de alimentagdo devera ser fabricado a partir do
bobinamento do carretel.

Art. 4 o Sempre que fatores técnicos ou economicos, devidamente comprovados, assim o
determinarem, a realizacdo de qualquer etapa do Processo Produtivo Bésico podera ser
suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de

Estado do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e da Ciéncia e Tecnologia .

Art. 5 o Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n o 335, de 25 de outubro de
2005.

Art. 6 o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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